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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS -

Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics

FOREWORD

The Irjternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization.c
all ndtional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC(is "to|
internfitional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
this epd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Techhical Sped
Technjical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter| referred to
idation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Natidnal*Committee
subject dealt with may participate in this preparatory work. Internatiopal,)governmental

blications have the form of recommendations for interpational use and are accepted by IEC
ittees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical contq
tions is accurate, IEC cannot be held responsiblefor the way in which they are used Qg
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Py
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any d
betwegen any IEC Publication and the corresponding-national or regional publication shall be clearly in|
the lafter.

IEC itpelf does not provide any attestation-of conformity. Independent certification bodies provide (
assespment services and, in some areas;\access to IEC marks of conformity. IEC is not responsib
services carried out by independent certification bodies.

All us¢rs should ensure that they have‘the latest edition of this publication.

No liapility shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual exX
membgers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property d
other |[damage of any natgre“whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal
expenges arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any
Publidations.

Attentlon is drawn”toMhe Normative references cited in this publication. Use of the referenced publi
indispensable fot'the correct application of this publication.

Attentlon is.drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the
paten{ rights.JIEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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EC technical committee 86: Fibre optics.

e optic

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2008. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition.

1) The definitions of some symbols and terms are revised in order to harmonize them with

those in other SC 86C documents.

2) A clause on APD-TIA has been added.
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The text of this standard is based on the following documents:

CDV Report on voting
86C/1256/CDV 86C/1283/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62007 series, published under the general title Semiconductor
optoelegtronic devices for fibre optic system applications, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iecxch" in the data
related {o the specific publication. At this date, the publication will be

¢ reconfirmed,

* withgdrawn,

* replaced by a revised edition, or
« amehded.
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SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS -

Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics

1 Scope

This part of IEC 62007 is a specification template for essential ratings and characteristics of

the follgwing categories of semiconductor optoelectronic devices to be used In the
fibre optic systems and subsystems:

— semjconductor photoemitters;

— semjconductor photoelectric detectors;

— monplithic or hybrid integrated optoelectronic devices and their modules.

This paft of IEC 62007 provides a frame for the preparation of detail specifications
essentigl ratings and characteristics.

In using this part of IEC 62007, detail specification writers{add but do not delete speg
paramefers and/or groups of specification parameters fof.particular applications.

2 Normmative references

The follpwing documents, in whole or in part;;are normatively referenced in this docum
are indigpensable for its application. For-dated references, only the edition cited app
undated references, the Ilatest edition of the referenced document (includi
amendments) applies.

IEC 60825 (all parts), Safety oflaser products

IEC 60747-5-1, Discrete-Ssémiconductor devices and integrated circuits — Pa3
Optoelefctronic devices~ General

3 Tern

ms, definitions and abbreviations

31 T

rms_and definitions

field of

for the

ification

ent and

ies. For
ng any
art  5-1:

For the purposes of this document, the terms and definitions concerning physical concepts,
types of devices, general terms, and ratings and characteristics given in IEC 60747-5-1 and

the follo

3.1.1

wing apply.

PIN photodiode
photodiode with a large intrinsic region sandwiched between P- and N-doped semiconducting

regions

used for the detection of optical radiation

[SOURCE: IEC 60050-731-06-29, modified — The note has been deleted.]
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3.1.2

avalanche photodiode

APD

photodiode operating with a bias voltage such that the primary photocurrent undergoes
amplification by cumulative multiplication of charge carriers

Note 1 to entry:  This note applies to the French language only.

[SOURCE: IEC 60050-731-06-30, modified — The note has been deleted.]

3.1.3
RIN

relativerintensitynoise
quotieny of the radiant power mean square fluctuations <Ad7§> to the mean squarg radiant
power <cbe>2, normalized to a frequency band of unit width

Note 1 tolentry: RIN is usually expressed in dB/Hz.
2 2
RIN= 10Iog10{< A®D; >/(< D, > x Af)}

Note 2 to|entry: This note applies to the French language only.

3.1.4
Al

spectrall shift
deviation of the peak-emission wavelength at a particular case temperature or a pharticular
forward| current from its value at a specified reference case temperature or a gpecified
referenge forward current, respectively

Note 1 tolentry: The specific reference temperaturésis typically 25 °C.

3.1.5
S11
input rdflection coefficient

quotient of the high frequency reflected voltage to the high frequency incident voltage

3.1.6
Etr .
tracking error
deviation of the radiant power at a particular case temperature from its value at a gpecified
referenge case.temperature

Note 1 tolentry; The specific reference temperature is typically 25 °C.

Note 2 to entry: Specifications usually refer to the maximum deviation (absolute value) in two specified
temperature ranges below and above the specified reference case temperature.

Note 3 to entry: The tracking error is usually expressed as a percentage of the radiant power at the reference
case temperature.

3.1.7

Rp

R

diode responsivity

responsivity

<photodiode> quotient of the photocurrent I, by the radiant power @, at the optical port of the
photodiode

Note 1 to entry: If no ambiguity is likely to occur, the shorter term and shorter letter symbol may be used.
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Note 2 t

3.1.8
F

e

o entry: Photodiode means a complete device such as:
chip itself;

packaged component with window or pigtail.

excess nhoise factor
noise resulting from the spatial and timing fluctuations of the avalanche carrier multiplication,
defined as the ratio of the noise power at a specified reverse bias to the amplified shot noise

of the

Note 1 to entry:

but sufficientlylarge that the device is fully depleted and has achieved its rated speed and responsivity
3.1.9

PO

overload

maximum received power of a photodiode for obtaining a given bit error rate

photocurrent at a reference reverse bias

3.2 Apbbreviations

APD avalanche photodiode

BH buried heterostructure

CMOS complementary metal-oxide semiconductor
cw continuous wave

FWHM full width at half maximum

HBT heterojunction bipolar transistor
LD laser diode

LED light emitting diode

MQW multi-quantum well

RIN relative intensity noise

TEC thermo-electric ¢cooler

TIA transimpedance-amplifier

4 LEDs for fibre optic systems or subsystems

4.1
Ambie

Type

subsystems

4.2

GaAs,

4.3
431

4.3.2

4.3.3
and th

n{-rated or case-rated LED with or without optical fibre pigtail for fibre optic syg

Semiconductor materials

GaAlAs, InGaAs, InP, etc.

Details of outline and encapsulation

IEC and/or national reference number of outline drawing

Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other

The reference reverse voltage should be sufficiently low that no carrier multiplication takes place

tems or

Terminal identification and indication of any electrical connection between a terminal

e case
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4.3.4 Characteristics of the optical port: relative orientation to mechanical axis, relative
position to mechanical axis, area, numerical aperture

4.3.5 For devices with a fibre pigtail: information on the pigtail fibre, kind of protection,
connector, length

4.3.6 Information on the heat sink of the package

4.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

See Table 1.
Table 1 — Limiting values for LEDs
Requirements?
Characteristics Symbol Unit
Min. Max.
Storage jemperature Tstg X X °C
Temperafture:
either anpbient temperature Tomb X X °C
or case temperature T ase X X °C
Soldering temperature at maximum soldering time and Ty X °C
minimum distance to case specified
Reverse |voltage Vs X \%
Continugus forward current I X mA

Derating|curve or derating factor

Repetitivie peak forward current at specified pulse conditions Term X mA
(where appropriate)
Derating|curve or derating factor (where appropriate)

Power digsipation Py X W
Derating|curve or derating factor (where appropriate)

For case}rated devices:

Virtual junction temperature (where*appropriate) ij X °C
For deviges with pigtail:

Bend radius of pigtail (at specified distance from the case) r X mm(cm)
Shock X m/s?, s
Vibration X m/s?, Hz
Tensile fprce ongdevices with pigtail:

Untight gtructure:

— Tensilg foree on fibre along its axis F X N

— Tensile Torce on cladding along its axis F X N
Tight structure:

— Tensile force on pigtail along its axis F X N

a8 xrepresents the value to be specified.

4.5 Electrical and optical characteristics

See Table 2.
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Table 2 — Electrical and optical characteristics for LEDs

Conditions at Requirements®
Characteristics Tomb OF Tease =25 °C Symbol - Unit
unless otherwise stated Min. Max.
Forward voltage I or &, specified Ve X \%
Reverse current VR specified IR X mA
Differential resistance Ig or @, specified rq X Q
Total capacitance VR, f specified Ciot X uF
Noise parameter
either relative intensity noise? L= or @ fo Afs specified RIN X dB/Hz
or carrief-to-noise ratio? Ir or @g, fo, ANy frms M C/N X dB
specified
Output parameter
either ragiiant output power I specified (d.c. or pulse, or @, X xa mW
both)
or forward current @, specified Ie x3 X mA
For devides without pigtail: Ir or &g, angle ¢ specified Qb X °
Half-intefsity angle?
For devides without pigtail: Ir or @, angle ¢ specified A6O X °
Misalignment angle?
Spectral fadiation bandwidth I or @, specified AL X nm
Bandwidih
either qwitching times: d.c. current X S
—rise tjme input pulsé.current t X s
— fall tilne pulse width and duty cycle t X s
spegified
— delay] times?® Ld(on)s X s
td(off)
— peak|emission wavelengths nm
or cut-¢ff frequency I or @, specified Jo X Hz
a8  Wherg appropriate.
b x repfesents the value to be specified.
4.6 Supplementary information
4.6.1 Typical curve or coefficient

Provide the curve or coefficient in 4.6.1.1 or 4.6.1.2.

4.6.1.1 Typical curve or coefficient of radiant power versus temperature and typical curve
of radiant output power versus forward current (d.c. or pulse, as specified)

4.6.1.2 Typical curve or coefficient of radiant intensity versus temperature and typical
curve of radiant intensity versus forward current (d.c. or pulse, as specified)

4.6.2 Typical curve or coefficient of change in peak emission wavelength versus tem-
perature

4.6.3 Typical radiation diagram

4.6.4 Thermal resistance, ambient-rated or case-rated
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5 Laser module with pigtails

51 Type

The laser module consists of the following basic parts:

— laser diode

— pigtail

— photodiodes

— the

rmal sensor where appropriate

— TEC element

5.2

5.2.1

SLmiconductor

Materials

The las¢r module consists of the following materials:

— lasef diode (e.g. GaAs, GaAlAs, InGaAsP, InP)
- phoﬁdiode (e.g. Ge, Si, GalnAs)

— the

rinal sensor where appropriaté

— TEC]|element

5.2.2

Structure

Laser diode, e.g. gain guided, index guided, distributed feedback

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

Details of outline and encapsulation

IEC and/or national reference number of the outline drawing

Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other

and the|case

5.3.4

5.3.5

Information on the heatsinking of the package

Terminal identification and indication of any electrical connection between a

Information enthe pigtail fibre, e.g. type of fibre, kind of protection, connecton

terminal

, length
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5.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

5.4.1 General conditions
5.41.1 Minimum and maximum storage temperatures (7)
5.4.1.2 Minimum and maximum operating case temperatures (7,ge)

5413 Minimum and maximum operating submount temperature (7g,;,)

5414 Maximum soldering temperature (soldering time and minimum distance to case)
(Ts1q)

5.41.5 Minimum bend radius of pigtail (at specified distance from the case) (r)

5.4.1.6 Shock (maximum acceleration and pulse duration)
5.4.1.7 Vibration (maximum acceleration and frequency range)
54.1.8 Tensile force along cable axis

5.4.1.8.1 Untight structure
— Max|mum tensile force on fibre (F)
— Max|mum tensile force on cable (F)

54.1.8.2 Tight structure
— Max|mum tensile force on cable (F)

5.4.2 Laser diode

For lasgr module without TEC, derating curye or derating factor shall be given for onje of the
paramefers 5.4.2.2 to 5.4.2.5. For laser module with TEC, Tg,, = 25 °C.

54.2.1 Maximum reverse voltage(7R)

5.4.2.2 Maximum continuous-forward current (/g)
5.4.2.3 Maximum continuous radiant power (¢,)
54.24 Maximumtpulsed forward current at stated frequency and pulse duration (/gp)
5.4.2.5 Maximum pulsed radiant power at stated frequency and pulse duration (¢ep

543 Photodiode

5.4.3.1 Maximumreversevottage(+g)
5.4.3.2 Maximum forward current (g)

5.4.4 Thermal sensor (where appropriate)
54.41 Maximum ratings

54.41.1 Maximum power dissipation (P)
or

54.41.2 Maximum voltage supply (V)
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5.4.5
5.4.5.1
5.5
See Table 3.
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Thermoelectric cooler (where appropriate)

Electric and optical characteristics

IEC 62007-1:2015 © IEC 2015

Maximum cooler current under cooling and heating (/pg)

Table 3 — Electric and optical characteristics for laser modules with pigtails

Conditions at 7, = 25 °C for . c
laser with TEC, T, OF Requirements
Characteristics Tcase = 25 °C for laser module Symbol Unit
stated Min. Max.
A. Laserjdiode
Forward jvoltage I¢ or @, specified Ve X \%
Threshold current I(TH) X X mA
Radiant power at threshold Ig = Ity o (THy X pW
Forward [current above threshold (for | @, specified Alg X mA
laser mopule without TEC) T = Tiase Max. or Ty Max.
Different|al efficacy (for laser module | @, or Alr specified N4 X X
without TEC) T = Tgase Max. or Ty, Max.
Spectral [characteristics
Peak emjssion wavelength @, or Al specified Ap? X X nm
CW-operation
Either spectral radiation bandwidth @, or Al specified Ap? X nm
FWHM CW-operation
or mode [spacing and number of @, or Al specified CW-operation T X
longitudipal modes
Peak emjssion wavelength under @, or Al specified ﬂpb X X nm
modulatipn madulation condition specified
Spectral radiation bandwidth under @ or Al specified /1pb X
modulatipn modulation condition specified
Additional spectral characteristics
and/or c¢ntroidal wavelength @, or Al specified CW-operation Aavga X X nm
and/or spectral radiation'rm.s. @, or Al specified Adrms® X nm
bandwidh
or mode [spacing.andinumber of @, or Al specified Tm X
longitudipal modes
or centrgl waveltength under @, or Al specified AP X X nm
modulatipn modulation condition specified
or spectral radiation r.m.s. bandwidth | @, or Al specified Adyms? X nm
under modulation modulation condition specified
Single spectral mode laser module under specified direct modulation
Spectral mode width @, or Al specified AL X nm
modulation condition specified
Side-mode suppression ratio @, or Al specified SMSR X dB
modulation condition specified
Spectral shift
Spectral shift for module with TEC Algq, Alga, o1, de2 A X nm
Spectral shift for laser module Tamb? OF Tase’s A X nm
without TEC Tamb” OF Tease
Transient parameters
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Conditions at 7, = 25 °C for . c
laser with TEC, T, OF Requirements
Characteristics Tcase = 25 °C for laser module Symbol Unit
without TEC unless otherwise Min Max
stated ' '
Rise time, Bias current Al or ¢, tes X s
fall time input pulse current ts X S
width and duty cycle specified
and/or
Turn-on time, Bias current Alg or ¢, tons X S
turn-off time input pulse current Loft X S
width and duty cycle specified
Cut-off freguency Qdh_or A’I’ cpnnifiar{ {‘b X X Hz
1 J e
Carrier-tp-noise ratio Alg or @, Af, frn, m and fy specified C/N X dB
B. Monifor photodiode
Dark curfent @, =0 It(0) X uA
VR specified
Reverse [current under optical @, or Al specified IR(e) X X uA
radiation VR specified
Diode capacitance or rise/fall time
Either dipde capacitance Vg and f'specified Chot X pF
or @, or Al specified
rise time VR specified tr, X s
fall time t
Tracking|error
Either
@, or Alg and Vgspecified, ERr4 X
Temperature range: 25 °C to
Tease MiN. oLTymp Min.
or
@, or Aly and Vg specified, ERr> X
Temperature range: 25 °C to
T€ase Min. or Ty Min.
C. Thermistor (where appropriate)
Resistance Thermistor current /. specified R X X Q
Slope of resistance Thermistor current /;; specified. AR/R X X
Temperature range:
Tsuba‘ Tsubb
D. TEC durrent (whete appropriate)
TEC curient @, or Al specified, Ipg X A
Temperature range: T, Min. or
T ase Max.
TEC voltage @, or Al specified, VeE X \%
Temperature range: T, Or
Tymp Min. and max.

8 CW-operation.

®  In modulation.

¢ xrepresents the value to be specified.

5.6 Supplementary information

5.6.1 DC forward current of the laser diode corresponding to ¢,,,

NOTE ¢, is the radiant power value of the laser chip on submount, representative of the performance and
reliability of devices manufactured using the same technology and submitted to the same quality assurance
procedures.
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Response time of the thermistor temperature to the change of cooler current (where

iate)

Thermal resistance between laser diode junction and case (without cooler): Rinj¢

s11 parameter

5.7 Hazards

See |[EC 60825.

6 PI

61 T

Ambien

photodiodes tor Tibre optic systems or subsystems

pe

-rated or case-rated PIN photodiodes with or without optical fibre pigtail for fik

systemq or subsystems

6.2 S
Si, Ge,

lemiconductor materials

nGaAs, etc.

6.3 Dletails of outline and encapsulation

6.3.1
6.3.2

6.3.3
and the

6.3.4
position

6.3.5
protecti

6.3.6

IEC and/or national reference number of outline drawing
Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other

Terminal identification and indication of any electrical connection between a
case

Characteristics of the optical port: relative orientation to mechanical axis,
to mechanical axis, area;"\numerical aperture

For devices withypigtail: information on the pigtail fibre, type of fibre,
bn, connector, length

Informatioh-on the heat sink of the package

re optic

ferminal

relative

kind of
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6.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

See Table 4.
Table 4 — Limiting values for PIN photodiodes
Requirements?
Characteristics Symbol Unit
Min. Max.
Storage temperature TStg X X °C
Temperature
either anpbient temperature Tamb X X °C
or case temperature Tiase X X °C
Soldering temperature at maximum soldering time and Ty 4 X °C
minimum distance to case specified
Reverse |voltage Vs X \%
Power digsipation Py X W
Radiant power on the sensitive area D X w

For devi¢es with pigtail:

Bend radius of pigtail (at specified distance from the case) r X mm(cm)
Shock X m/s?, s
Vibration X m/s?, Hz

Tensile fprce on devices with pigtail:
Untight gtructure:

— Tensilg force on fibre along its axis F X N
— Tensilg force on cladding along its axis F X
Tight strficture:

— Tensilg force on pigtail along its axis a X N

2 xrepfesents the value to be specified:
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6.5 Electrical and optical characteristics

See Table 5.
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Table 5 — Electrical and optical characteristics for PIN photodiodes

Conditions at

Requirements®

Characteristics Tymb ©F Tease = 25 °C Symbol - Unit
unless otherwise stated Min. Max.
Dark current
Dark current Vs specified, @, = 0 IR(D)a X nA
Dark current at high temperature ifi =
9 P KR Sp{\eyliled, f\er\ iFOir\rl Ip/n\b X HA
“amb T “case TFYTTTYY
Total capgacitance VR, f specified, @, =0 Ciot X pF
Noise cufrent Vi IR(e)'fo’ Afs Ry /Ip, AL 1 X pA
specified

For devi¢es without pigtail:
Sensitivity along the specified Vas ,lp, AA, @, specified Seps S X x2 A/W
mechanigal axis
Spatial uniformity of sensitivity Var ﬂp, A or @, specified AS X
(where appropriate)
For devi¢es with pigtail:
Sensitivity Ve Aps AL, @, specified Seps S X x@
Bandwidth GHz
either Vas /Ip, AZ, pulse base @3,
Switching time: pulse top @,,, R, specified
— Rise tifne t X S
— Fall time t X S
— Delay fimes (where appropriate) La(ony Ld(off) X S
— Storagg time t X s
or
Cut-off flequency Jo X Hz

Vas lp, AL, @, R specified

NOTE 1

he specified voltage V' is the same for all the characteristics, unless otherwise stated.

2  Whele appropriate.

b Term

¢ xrep

and/or letter symbolunder consideration.

fesents the valug, to be specified.

6.6 S

6.6.1

upplementary information

Typical curve of dark current versus voltage, at different temperatures

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

Typical curve of total capacitance versus reverse voltage

Relative sensitivity versus wavelength

Relative sensitivity versus temperature

Derating curve or derating factor of maximum dissipation
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7 Avalanche photodiodes (APDs) with or without pigtails

71 Type

Ambient-rated or case-rated APD for fibre optic systems or subsystems

7.2 Semiconductor

7.21

7.2.2

Materials: Si, Ge, InGaAs, etc.

Structure

7.3 details of outline and encapsulation

7.3.1
7.3.2

7.3.3
and the

7.3.4
position

7.3.5

IEC and/or national reference number of outline drawing
Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other

Terminal identification and indication of any electrical connection between a
case

Characteristics of the optical port: relative orientationjto the mechanical axis,
to mechanical axis, area, numerical aperture

Information on the pigtail fibre (where appropriate): type of fibre, kind of prd

connectpr, length

7.4

cr

7.41

7.4.2

7.4.3

7.4.4

miting values (absolute maximum_ratings) over the operating temperatur
hless otherwise stated

Minimum bend radius of the pigtail, where appropriate
Minimum and maximum-storage temperature (Tstg)
Minimum and maximum operating ambient or case temperatures (7, O T¢4d

Maximum seldering temperature (7g4) (soldering time and minimum distance

to be specified)

7.4.5

Maximém power dissipation at ambient or case temperature of 25 °C (A

derating curve or derating factor

7.4.6
the axis

7.4.7

7.4.8

ferminal

relative

tection,

e range,

e)

to case

ko) and

Maximum pull force for pigtail (fibre or cable), where appropriate, in the direction of

of the input pigtail (fibre or cable)
Maximum reverse current (Ig)

Maximum forward current (Ig)

7.5 Electrical and optical characteristics

VR shall be the same for all characteristics; it shall be equal to 0,9 times the individually
measured value of V(gr), unless otherwise specified.

See Table 6.
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Table 6 — Electrical and optical characteristics for avalanche
photodiodes (APDs) with or without pigtails

Conditions at Requirements®
Characteristics Tomp OF Teaee =25 °C Symbol Unit
unless otherwise stated
Min. Max.
Breakdown voltage E, or ¢$Q = 0, V(BR) X X
I specified
Reverse dark current
Reverse dark current (NOTE 1) E or¢, =0, I? X pA
Vg specified
Reverse|dark current (NOTE 2) E or¢, =0, IRb X pA
Vs specified
T=T,.,, max.or T, . max.
Sensitivity
Sensitivity (NOTE 1) Vrq (NOTE 2), ¢, App, AA s X X A/W
specified (NOTE 1)
Sensitivify (NOTE 2) Vs $eos Ap, AA specified sP X X A/W
(NOTE 2)
Multiplicqtion factor V1 (NOTE 2), Ap, AL, 4 M X
specified
Total cagacitance E or ¢, = 0; Vg, fspecified Ciot X pF
Small signal parameters
Turn-on fime and turn-off time Ve A4, R,
4.1 peak radiant power ton X
$.,- Offset radiaptpower Lost X
Small signal cut-off frequency Vas /1'p', AL, p\and R Jo X Hz
specified
Excess rjoise factor Ve NOTE 2), Vg, Ipg, 4, Fq X
ALV Sy,
Afy specified
Noise cufrent? Vs /1p, AL, f, Afy specified 1 X pA
NOTE 1 | Where appropriate.
NOTE 2| Typically, Vg, is\aJsmall value at which negligible carrier multiplication takes place, or the vpltage at
which th¢ device is fully depleted and has achieved its rated speed.
2 Wher¢ appropriate’
b Term jand/orYetter symbol under consideration.
¢ x reprg¢sentsthe value to be specified.

7.6 Supplementary information

7.6.1 Curve of breakdown voltage versus temperature

7.6.2 Curve of sensitivity versus wavelength

7.6.3 Curve of capacitance versus reverse voltage

7.6.4 Curve of multiplication factor versus reverse voltage at different temperatures
7.6.5 Curve of reverse dark current versus reverse voltage at different temperatures

7.6.6 Location of sensitive area by reference to the package (without pigtail)
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7.6.

7.6.

7

8

Curve of excess noise factor versus reverse voltage (where appropriate)

Curve of noise current versus reverse voltage (where appropriate)

8 PIN-TIA modules for fibre optic systems or subsystems

8.1

T

ype

Ambient-rated or case-rated PIN-TIA modules for fibre optic systems or subsystems

The PIN-TIA module consists of the following basic parts:

8.2

PIN
TIA

photodiode;

Circuits;

fibre pigtail, pigtail connectors, receptacles (connectorized package).

Siemiconductor materials

The PIN-TIA module consists of the following semiconductor materials:

8.3

PIN
TIA

photodiode: Si, Ge, InGaAs, etc.;
Circuits: GaAs, Si, etc.

Sitructure

The strycture of the PIN-TIA module is as follows:

PIN
TIA

photodiode: Mesa, planar, etc.;
Circuits: CMOS, Bi-CMOS, HBT, Birpolar etc.;

information on the fibre coupling: taper type, lens coupling, etc.;

information on the circuit: high impedance, transimpedance, bandwidth, etc.;

information on the package;-pigtail, receptacle (connectorized package), etc.

IEC

Details of outline and encapsulation

and/or national reference number of outline drawing

Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other

Terminal identification and indication of any electrical connection between a term
the ¢ase

Cha
tom

acteristics of the optical port: orientation relative to mechanical axis, position
|echanical axis, area, numerical aperture

Information on the pigtail fibre: type of fibre, kind of protection, connector, length

Information on the connector/receptacle

nal and

relative
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8.5 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

See Table 7.
Table 7 — Limiting values for PIN-TIA modules
Requirements?®
Characteristics Symbol Unit
Min. Max.
Storage temperature T,stg X X °C
Operating temperature
either opprating ambient temperature Tomb X X °C
or operafing case temperature Tiase X X °C
Soldering temperature at maximum soldering time and minimum Ty4 X °C
distance [to case specified
Supply veltages at specified terminals VSupp X X \%
Radiant power at optical port @, X mW (W)
Bend radjius of pigtail (at specified distance from the case) r X mm(cm)
Shock X m/s?, s
Vibration X m/s?, Hz

Tensile fprce along cable axis:

Untight sfructure
— Tensilg force on fibre F X N
— Tensilg force on cable F X N

Tight strycture
— Tensilg force on cable F X N

2 xrepfesents the value to be specified.

8.6 (QJperating conditions at Tyip = 25 °C, unless otherwise stated
See Table 8.
Table8 — Operating conditions for PIN-TIA modules
Requirements
Characteristics Symbol Unit
Min. Max.
Supply vpltagesspecified by terminal number VSupp X X \%
Supply current (at 7, _max.) specified by terminal number Ibuw X mA
Load resistance R X Q
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8.7 Electrical and optical characteristics
See Table 9.
Table 9 — Electrical and optical characteristics for PIN-TIA modules
Conditions at 7, Requirements?
Characteristics orT . .=25 °C, Symbol - Unit
unless otherwise stated Min. Max.
Minimum detectable power |a) 2p, A_/I_, Jmg» B and C/N D.p X dBm
specified
or
b) 1_, A4, bit rate, signal
pattern and bit error rate
specified
Oulitput noise power density R\, [, B, @, specified P A X W/Hg
Ap, A specified
Frequency
Lgw frequency output noise R, [, B, AP and A/ specified, Poo A X W/Hg
pdwer density @, = .
F
and R,, f.. B, A_and A specified,
Cqrner frequency P Joor X Hz
e
Rgsponsivity
Responsivity (for module) Agr AL, Do, R specified Ry X VIW
and
Re¢sponsivity (for PIN Ver Ao, A4, @ specified Ry X AW
. R’ p’ Ve
photodiode only) (where
appropriate)
Frequency response flatness Ap, AL, @, R\ specified ARp/Ry X
|/ and fy*specified
Bgndwidth
either
Svitching time: Agr ALy Doy, Peys Ry specified
— Rise time t X ns
— Fall time [ X ns
or
Cyt-off frequency A, AL, @, R, specified I X MHZ
p e’ 'L c
(GH2)
Offfset vpltage (where /1p, A, @, R, specified Vot X X \%
appropriate)
Dark current (PIN Vg specified, @, =0 Iq X nA
photodiode only) (where
appropriate)
2 xrepresents the value to be specified.
8.8 Supplementary information

- 23—

Relative responsivity versus wavelength

Typical thermal variation of the offset voltage

Information on the equalization
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9 APD-TIA modules for fibre optic systems or subsystems

9.1 Type

Ambient-rated or case-rated APD-TIA modules for fibre optic systems or subsystems

The APD-TIA module consists of the following basic parts:

- APD;
— TIA circuits;
— fibre pigtail, pigtail connectors, receptacles (connectorized package).

9.2 Slemiconductor materials
The APD-TIA module consists of the following semiconductor materials:

— APD: Si, Ge, InGaAs, etc.;
— TIA gircuits: GaAs, Si, etc.

9.3  Sitructure
The strdcture of the APD-TIA module is

— APD: Mesa, planar, etc.;

— TIA gircuits: CMOS, Bi-CMOS, HBT, Bi-polar etc.;

— infogmation on the fibre coupling: taper type, lens’coupling, etc.;

— infogmation on the circuit: high impedance, transimpedance, bandwidth, etc.;

— infogmation on the package: pigtail, receptacle (connectorized package), etc.

9.4 Dletails of outline and encapsulation
— |EC jand/or national reference number of outline drawing

— Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other

— Terminal identification and indication of any electrical connection between a term

the ¢ase

— Characteristics of the-aptical port: orientation relative to mechanical axis, position
to mechanical axis, ‘area, numerical aperture

nal and

relative

e range,

See Table 10.
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Table 10 — Limiting values for APD-TIA modules

Requirements®
Characteristics Symbol Unit
Min. Max.
Storage temperature TStg X X °C
Operating temperature
Either
operating ambient temperature Tomb X X °C
or
operating case temperature Tease X X °C
Soldering temperature at maximum soldering time and minimum Tyq X °C
distance to-case er_\nhifinrl
Supply vpltages at specified terminals Vsupp X X
APD revgrse voltage Vi X
APD forward current I X mA
and
APD revgrse current 1 X mA
Optical input power Py, X dBm
2 xrepfesents the value to be specified.
9.6 Electrical and optical characteristics
See Taljle 11.
Table 11 — Electrical and optical characteristics for APD-TIA modules
Conditions at 7 Requirements?
Characteristics or T ... =25°C, Symbol - Unit
unfess otherwise stated Min. Max.
Responsjvity (for APD chip) P;.s M, and Ap specified Rp X A/W
Breakdown voltage I, specified Ve X X \
Temperature coefficient of V. Minimum and maximum T__ . y X X V/°C
specified
TIA suppl|y voltage Vee X X Vv
TIA suppl|y current V.. specified I, X X A
Sensitivity A_, extinction ratio, bit rate, P, X dBm
signal pattern, and bit error rate
specified
Overload A,, extinction ratio, bit rate, P, X dBm
signal pattern and hit error rate
specified
Bandwidth A, and Py specified X GHz
Output voltage ,lp, P,,, and M specified mVpp
Output impedance Zy X X Q
Transimpedance P,,, and M specified A X X Q
Optical return loss dBm

/Ip specified

a

x represents the value to be specified.
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er diode modules for pumping an optical fibre amplifier

10.1 Type

The laser module consists of the following basic parts:

— laser diode;

— fibre

pigtail (where appropriate);

— lenses (where appropriate);

— photodiode (where appropriate);

— thermal sensor (where appropriate);

- TEC

— isold

10.2 S;rmiconductor materials

element (where appropriate);
tor (where appropriate).

The lager diode module for pumping an optical fibre amplifier consists of the fpllowing
semicorjductor materials:

— lasef diode: GaAs, GaAlAs, InGaAs, InGaAsP;JlnP, etc.

- phoﬁdiode: Ge, Si, InGaAs, etc.

— thermal sensor: where appropriate

— TEC|element:

10.3 Sftructure

Laser d

10.4 Details of outline and encapsulation

— |EC
—  Meth

— Tern
the (

— Cha
tom

- Info:lmation ondhe pigtail fibre: type of fibre, kind of protection, connector, and leng

— Info

and/or national reference number of the outline drawing
od of encapsulation: glass/metal/plastic/other

ninal identification and indication of any electrical connection between a term
ase

acteristics of the-optical port: orientation relative to mechanical axis, position
echanical axis,.area, numerical aperture

matiop-on the heat sinking of the package

ode: gain guided, index guided, distributed feedback, ridge waveguide, BH, etg¢.

nal and

relative

th
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10.5 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

See Table 12.

Table 12 — Limiting values for laser diode modules
for pumping an optical fibre amplifier

Requirements®

Characteristics Symbol Unit
Min. Max.

A. General conditions
Storage femperature Tstg 7.3 X °C
Operating case temperature Tease X X °C
Operating submount temperature (where appropriate) T X X °C
Soldering temperature at maximum soldering time and at specified Tyq X °C
minimum|distance to case
Bend radjius of pigtail (at specified distance from the case) r X mm (cm)
Shock X m/s?, s
Vibration X m/s2, Hz
Tensile fprce along cable axis
Untight sfructure
— Tensild force on fibre F X N
— Tensild force on cable F X N
Tight strycture
— Tensilg force on cable F X N
B. Laser|diode ®
Reverse poltage Vs X \%
Continuous forward current I X mA
Continuous radiant power D, X mwW
C. Photgdiode (where appropriate)
Reverse poltage Vs X \%
Forward furrent I X mA
D. Thermal sensor (where“appropriate)
Thermal pensor
either
Dissipatipn P X w
or
Supply vpltage Y supp X Y
E. Thernloelectric cooler (where appropriate)
TEC current under cooling and heating 1 X A

a8  For laser module without TEC, the derating curve or derating factor shall be given for one of the parameters of
10.5.10 to 10.5.13. For laser module with TEC, T, = 25 °C.

b x represents the value to be specified.

10.6 Electrical and optical characteristics

See Table 13.
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Table 13 — Electrical and optical characteristics for laser diode modules
for pumping an optical fibre amplifier

Conditions at 7 , = 25 °C Requirements®
for laser modules with TEC,
Characteristics Tymb OF Tease = 25 °C for laser ) .
module without TEC, unless Symbol Min. Max. Unit
otherwise specified
A. Laser diode
Forward voltage @, or I specified Ve X \Y
Forward current
Forward current @, specified 2 X mA
Forward fpurrent at high temperature @, specified Tiase = Toager Max. IFb X mA
Thresholf current I(TH) X X mA
Different{al efficiency @, or Al specified g X X m
(Al =T = Iipy)
Spectral characteristics
Peak em|ssion wavelength @, or Al specified, ﬂp X X nm
CW condition
either
Spectral radiation r.m.s. bandwidth @, or Al specified, Al X nm
CW condition
or
Spectral Fadiation bandwidth (FWHM) | @, or A/ specified, AL X nm
CW condition
Spectral phift with current or radiant AlFa, AIFb or @ea, Adg X nm/mA
power @,° specified or A4, X nm/mwW
Spectral ghift with temperature (for Tcasea, Tcaseb specified Ay X nm/°C
laser moglule with TEC) N
@, or Al specified
Spectral phift with temperature (for T ombe Tambb specified Adr X nm/°C
laser moFuIe with TEC) @, 0r N specified
B. Monij:r photodiode
(where appropriate)
Dark curfent @, =0, Vg specified Iro) X uA
Monitor qurrent @, or Al specified, L) X X mA
Vs specified
Tracking|error
Tracking|error @ @, or Alg, Vg specified, Eg, X
Temperature range:
25 °C to T pser Min.or 7, . min.
Tracking|error'® @, or Al, and V specified Eg, X
Temperature range:
25°Cto T .o, Max. or T, ., max.
C. Thermistor (where appropriate)
Resistance Thermistor current /, specified R X X Q
Slope of resistance Thermistor current I, specified AR/R X X
Temperature range:
Tsuba’ Tsub
D. TEC element (where appropriate)
TEC current @, or Al, specified Iog X A
Temperature range:
Tyqse Min. or 7. . max.
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Conditions at 7, = 25 °C Requirements®
for laser modules with TEC,
Characteristics Tympb ©F Tease = 25 °C for laser .
module without TEC, unless Symbol Min. Max. Unit

otherwise specified

TEC voltage @, or Al, specified Ve X \Y
Temperature range:

T ,se Min. or T, max.

8 CW-operation.

b In modulation.

¢ xrepresents the value to be specified.

10.7 Sjupplementary information
— Medjan life under specified case temperature at specified output power

— DC forward current of the laser diode corresponding to @,

NOT @, is the radiant power value of the laser chip on submount, representative of the perfornfance and

reliability of devices manufactured using the same technology and submitted toythe same quality @ssurance
procgdures.

— Response time of the thermistor temperature with respect tethe change of coolen current
(whgre appropriate)

— Thegmal resistance between laser diode junction and.case (for the laser module| without
coolgr)

10.8 Hazards
See |[EQ 60825.

11 Optical modulators for digital fibre optic applications

11.1 Type
The opt|cal modulator module, consists of following basic parts:

— modplator (Mach-Zehnder type, electro-absorption type, etc.);
— inpuf and output fibre' pigtail (where appropriate);

— thermal sensory(wWhere appropriate);

— TEC|element_(where appropriate);

- phoidiode (where appropriate).
11.2 i

The materials of optical modulators for digital fibre optic applications are

— modulator: InP, GaAs, InGaAs, InAlAs, InGaAsP, LiNbO,, etc.;
— thermal sensor;

— TEC element;

— photodiode: Ge, Si, InGaAs, etc.

11.3 Structure

— Modulator: lumped type (Mach-Zehnder), travelling-wave type (Mach-Zehnder), Y-branch,
MQW, etc.

— Optical isolator, photodiode, half-mirror, etc.
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11.4 Details of outline and encapsulation
— IEC and/or national reference number of the outline drawing
— Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other

— Terminal identification and indication of any electrical connection between a terminal and
the case

— Characteristics of the optical port: relative orientation to mechanical axis, relative position
to mechanical axis, area, numerical aperture

— Information on the pigtail fibre: type of fibre, kind of protection, length, connector type,
angular orientation of the connector to the fibre polarization axis (where appropriate)

— Information on the heatsinking of the package

11.5 Ljmiting values (absolute maximum ratings)
Limiting| values as shown in Table 14 are over the operating temperature- range| unless

otherwige stated. Relative humidity and air pressure should be specified for,all*deviceg in non-
hermeti¢ally sealed packages.

Tabl¢ 14 — Limiting values for optical modulators for digital fibre optic applications

Requirements®

Characteristics Symbol Unit
Min. Max.

A. Genefal conditions
Storage {emperature TStg X X °C
Operating case temperature Tease X X °C
Operating submount temperature (where appropriate) Toub X X °C
Soldering temperature at maximum soldering time andiminimum Tgq X °C
distance [to case specified
Bend radjius of pigtail (at specified distance from, the case) r X nfm(cm)
Shock X mhi/s2, s
Vibration| X m/s2, Hz
Acceleration (where appropriate) X m/s2

Tensile fprce along cable axis:

Untight sfructure
— Tensildg force on fibre F X N
— Tensilg force on cable F X N

Tight strycture
— Tensilg force-on cable F X N

Change ¢f.temperature when operational (where appropriate) AT/t X °IC/min.

B. Modulator?

Reverse voltage Va X \%
Forward current I X mA
Continuous input power Do in,ow) X mW

C. Thermal sensor (where appropriate)

Thermal sensor

either

Dissipation power Py X w
or

Supply voltage 14 X \Y

supp

D. Thermo-electric cooler (where appropriate)

TEC current under cooling and heating 1 X A



https://iecnorm.com/api/?name=aeb8a11d2d4a0a4175b938987448e5de

IEC 62007-1:2015 © IEC 2015 -31 -

Requirements®
Characteristics Symbol Unit
Min. Max.

E. Photodiode (where appropriate)

Reverse voltage Va X Vv

Forward current I X mA

2  For modulator module without TEC, the derating curve or derating factor shall be given for one of the
parameters of 11.5.9 to 11.5.11. For modulator module with TEC, 7, = 25 °C.

b x represents the value to be specified.

11.6 Ejectrical and optical characteristics
See Taljle 15.
Table 15 — Electrical and optical characteristics for optical modulators
for digital fibre optic applications
Conditions at 7, = 25 °C for
modulators with TEC, Requirements®
Characteristics Tomb ©F Tease = 25 °C Symbol Unit
for modulators \A_nthout TEC, Min. Max.
unless otherwise stated

A. Modulator

Operating voltage Extinction ratio specified, V. X X \%
d.c. bias specified

Operating wavelength Polarization, wavelength and Aop X X hm (um)
input power specified

Insertion|loss Polarization, wavelength and L, X dB
input powet/specified

Return Igss Polarization, wavelength and d.c. R X X dB
bias’specified

Extinctiop ratio Rolarization, wavelength and E xR X X dB
input power specified, d.c. bias
specified

Frequengy response Polarization, wavelength and A X MHz
input power specified, d.c. bias (GHz)
specified

Frequengy response flatness Polarization, wavelength and ARR/R X MHz/mV
input power specified, d.c. bias
specified

Wavelength chirp Polarization, wavelength and a X MHz/mV
input power specified, d.c. bias
specified

B. Thermistor (where appropriate)

Resistance Thermistor current /,  specified R X X Q

Slope of resistance Thermistor current 7, specified ARIR X X
Temperature range:
Tsuba‘ Tsub
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Conditions at 7, = 25 °C for
modulators with TEC, Requirements®
Characteristics Tympb ©F Tease = 25 °C Symbol Unit
for modulators V\_nthout TEC, Min. Max.
unless otherwise stated
C. Thermo-electric cooler element
(where appropriate)
TEC current V. specified Ing X A
Temperature range:
T pse Min. or T, max.
TEC voltage V. specified Ve X \Y
Temperature range:
T, ase Min. or T, max.
Temperalure difference between T¢ase | TEC current, voltage and ATpp X °C
and Tsub modulator operating condition
specified
D. Monitpr photodiode
(where appropriate)
Dark curfent @, =0, Vg specified Ir(p) X nA
Monitor qurrent @, specified Tr(my X X mA
Vr specified

a8 CW-dperation.

b In mddulation.

¢ xrepfesents the value to be specified.

11.7 Sjupplementary information
— Extinction ratio (or output power) as a functien of reverse voltage

— Response time of the thermal sensor temperature with respect to the change of cooler
current (where appropriate)

— Bias|stability (where appropriate)
— Bias|temperature coefficient,.inCeither V/°C or %/°C (where appropriate)

11.8 Hazards
See |[EQ 60825.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES A SEMICONDUCTEURS

POUR APPLICATION DANS LES SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Modéle de spécification relatif
aux valeurs et caractéristiques essentielles
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bmmission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale (de_ nor
sée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de,/'{EC). L’IH
e favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
Bctricité et de I'électronique. A cet effet, I'|EC — entre autres activités — publie des Normes inter
bécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibtes’au public (PA
5 (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiéé a des comités d'ét
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x. L’IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale_de_ Normalisation (ISO),
ons fixées par accord entre les deux organisations.

Ecisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans
Esible, un accord international sur les sujets étudiés, étant.donné que les Comités nationau
Esés sont représentés dans chaque comité d’études.

ublications de 'lEC se présentent sous la forme de £ecommandations internationales et son
e telles par les Comités nationaux de I'l[EC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin
re de I'exactitude du contenu technique de ses puplications; I'|EC ne peut pas étre tenue respo|
uelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en\ést faite par un quelconque utilisateur final.

e but d'encourager l'uniformité internationalgy les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dan
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9) L’attention est attiree sur le fait que certains des elements de la présente Publication de 'EC peuvent faire
I'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62007-1 a été établie par le sous-comité 86C: Systémes et
dispositifs actifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de I'lEC: Fibres optiques.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxiéme édition parue en 2008. Cette édition
constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente.

1) Les définitions de certains symboles et termes ont été revues afin de les harmoniser avec
celles des autres documents du SC 86C.
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2) Un article traitant des APD-TIA a été ajouté.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
86C/1256/CDV 86C/1283/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62007, publiées sous le titre générak Dispositifs
optoéleg¢troniques a semiconducteurs pour application dans les systemes a fibres ojptiques,
peut étrg consultée sur le site web de I'lEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la|date de
stabilité| indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch” dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
* amenpdée.
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DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES A SEMICONDUCTEURS

POUR APPLICATION DANS LES SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Modéle de spécification relatif
aux valeurs et caractéristiques essentielles

1 Domaine d’application

La pré
caractér
optoéle
et sous-

— photpémetteurs a semiconducteurs;

— déte
— disp

La prés
détaillée

En utilig
ajoutent
applicat

2 Réflérences normatives

Les dodg
partie,

sente  partie de I'lEC 62007 est un modéle de spécification des val
istiques essentielles applicables aux catégories suivantes de. \di
troniques a semiconducteurs destinés a étre utilisés dans le domaine des s
systémes a fibres optiques:

cteurs photoélectriques a semiconducteurs;
bsitifs optoélectroniques intégrés, monolithiques ou hybrides) et leurs modules

ente partie de I''EC 62007 fournit une trame pour lai\préparation des spécit
s des valeurs et caractéristiques essentielles.

ant la présente partie de I'lEC 62007, les rédacteurs de spécifications parti
, mais ne suppriment pas de parameétres et/ou des groupes de paramétres
ons particuliéres.

uments suivants sont cités en-référence de maniére normative, en intégralit
Hans le présent document;et sont indispensables pour son application. H

référend
édition

IEC 60825 (toutes les parties), Sécurité des appareils a laser

IEC 60747-5-1, Dispositifs discrets a semiconducteurs et circuits intégrés — Pal
Disposilifs optoélectroniques — Généralités

3 Te

es datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les références non datées, la
u document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

burs et
spositifs
stémes

ications

culiéres
our des

£ ou en
our les
Herniére

tie 5-1:

es, définitions et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions relatifs aux concepts
physiques, a des types de dispositifs, aux termes généraux et aux valeurs limites et aux
caractéristiques donnés dans I'lEC 60747-5-1, ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1.1

photodiode PIN
photodiode dans laquelle une large région de semiconducteur intrinséque est disposée entre
les régions semiconductrices de types P et N

[SOURCE: IEC 60050-731-06-29, modifiée — La note a été supprimée.]
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3.1.2

photodiode a avalanche

APD

photodiode fonctionnant avec une tension de polarisation, de telle sorte que le courant
photoélectrique primaire subit une amplification par formation cumulative de porteurs de
charge

Note 1 a l'article: L’abréviation «APD» est dérivée du terme anglais développé correspondant «avalanche
photodiode».

[SOURCE: IEC 60050-731-06-30, modifiée — La note a été supprimée.]
3.1.3

RIN
intensité relative du bruit

quotien] de la moyenne quadratique des fluctuations du flux énergétique, <Ad>§= par la

moyennge quadratique du flux énergétique <¢e>2, normalisée a une bande’ fréquenfielle de
largeur pnitaire

Note 1 a [farticle: RIN est habituellement exprimée en dB/Hz.

RIN=10log;, {< AD? >/(< @, >* x Af)}

Note 2 a |'article: L’abréviation «RIN» est dérivée du terme anglaisndéveloppé correspondant «relativg intensity
noise».

3.1.4
Al

déviation spectrale
écart dé la longueur d'onde d'émission.créte a une température du boitier donné¢ ou un
courant| direct donné par rapport a sa-waleur a une température de boitier de rgférence
spécifiép ou a un courant direct de référence spécifié, respectivement

Note 1 a [article: La température de réference spécifique est généralement de 25 °C.

3.1.5
S11 - u| ya - ra

coefficient de réflexion,en entrée
quotient de la tensiof.réfléchie a haute fréquence par la tension incidente a haute fréquence

3.1.6
Etr
erreur de{poursuite
écart duflux énergétique 3 une température du hoftier donnée par rapport a8 une température
de référence spécifiée du boitier

Note 1 a l'article: La température de référence spécifique est généralement de 25 °C.

Note 2 a [l'article: |l est habituellement spécifié un écart maximal (en valeur absolue) dans deux plages de
température de part et d’autre de la température du boitier de référence.

Note 3 a l'article: L’erreur de poursuite est habituellement exprimée en pourcentage du flux énergétique a la
température du boitier de référence.
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3.1.7

Rp

R

sensibilité de la réponse de la diode

sensibilité de la réponse

<photodiode> quotient du photocourant I, par le flux énergétique @, au port optique de la
photodiode

Note 1 a I'article: S'il n'existe pas de risque d'ambiguité, le terme abrégé et le symbole littéral abrégés peuvent
étre utilisés.

Note 2 a I'article: Le terme «photodiode» fait référence a un dispositif complet, par exemple:

— la_puce en tant que telle;

— Un composant encapsulé muni d’'une vitre ou d’une fibre amorce.

3.1.8
Fe

facteur|de bruit en excés
bruit résultant des fluctuations spatiales et temporelles de la multiplication de porteurs de
charge |par effet d’avalanche,défini comme le rapport de la puissance de bruif a une
polarisation inverse donnée au bruit de grenaille amplifié du photecodrant a une polarisation
inverse |[de référence

Note 1 a larticle: Il convient que la tension inverse de référence soit suffisamment basse pour qu’il n’y hit pas de
multiplicafjion de porteurs de charge, mais suffisamment haute pour quele dispositif soit entierement en|déplétion
et ait atte|nt ses vitesse et valeurs de réponse assignées.

3.1.9
PO

surchaige
puissanfe recue maximale par une photodiode afin d'obtenir un taux d'erreur binaire dpnné

3.2 Apbréviations

Abréviatign Francais Anglais

APD photodiode a avalanche avalanche photodiode

BH structure hétérogéne enfouie buried heterostructure

CMOS semiconducteur,métal-oxyde complémenté complementary metal-oxide semicofductor
cw onde continue continuous wave

FWHM pleine~largeur a mi-hauteur full width at half maximum

HBT transistor bipolaire a jonction hétérogéne heterojunction bipolar transistor
LD diode laser laser diode

LED diode électroluminescente light emitting diode

MQW puit multi quantique multi-quantum well

RIN bruit d'intensité relative relative intensity noise

TEC refroidisseur thermoélectrique thermo-electric cooler

TIA amplificateur transimpédance transimpedance amplifier

4 LED pour systémes ou sous-systémes a fibres optiques

41 Type

LED a température ambiante spécifiée ou a température de boitier spécifiée avec ou sans
fibre optique amorce pour les systémes ou sous-systémes a fibres optiques
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4.2 Matériaux semiconducteurs

GaAs, GaAlAs, InGaAs, InP, etc.

4.3 Deétails d’encombrement et d’encapsulation

4.3.1 Numéro IEC et/ou numéro national de référence du dessin d'encombrement
4.3.2 Méthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre

4.3.3 Identification des bornes et indication d'une connexion électrique éventuelle entre
une borne et le boitier

4.3.4 Caractéristiques du port optique: orientation relative par rapport a I'axe. még¢anique,
position|relative par rapport a I'axe mécanique, emplacement, ouverture numérique

4.3.5 Pour les dispositifs avec fibre amorce: informations concernant.\la fibre amprce, le
type de [protection, le connecteur, la longueur

4.3.6 Informations concernant la dissipation thermique du boftier

4.4 Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de
téempératures de fonctionnement, sauf indication‘contraire

Voir Talpleau 1.

Tableau 1 — Valeurs limitatives des LED

Exigences?® Upité
Caractéristiques Symbole
Min. Max.
Tempérpture de stockage TStg X X FC
Tempérpture:
soit température ambiante, Tamb X X FC
soit température du boitier Tease X X FC
Tempérpture de soudage a-la.durée maximale de Ty X rC
soudagé¢ et distance minimale par rapport au boftier
spécifig
Tensionl inverse Vs X \%
Couran{ direct eontinu I X mA
Courbe |ou facteur de fiabilisation
Courantde.créte répétitif en direct dans les Irmw X nA
conditions d'impulsions spécifiées (s'il y a lieu)
Courbe ou facteur de fiabilisation (s'il y a lieu)
Dissipation de puissance P X w
Courbe ou facteur de fiabilisation (s'il y a lieu)
Pour les dispositifs a température de boitier
spécifiée:
Température de jonction virtuelle (s'il y a lieu) Ty; X °C
Pour les dispositifs avec fibre amorce:
Rayon de courbure de la fibre amorce (a la distance r X mm (cm)
spécifiée par rapport au boitier)
Chocs X m/s2, s
Vibrations X m/s?, Hz
Force de traction pour les dispositifs
avec fibre amorce:
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Exigences? Unité
Caractéristiques Symbole
Min. Max.
Structure lache:
— Force de traction sur la fibre le long de son axe F X N
— Force de traction sur la gaine de protection le F X N
long de son axe
Structure serrée:
— Force de traction sur la fibre amorce le long de F X N
son axe
a8 X représente la valeur a spécifier.
4.5 aractéristiques électriques et optiques
Voir Talpleau 2.
Tableau 2 — Caractéristiques électriques et optiques des .LED
Conditions a T,,, ou ExXigences® Unité
Caractéristiques Tcase = 25 °C, sauf Symbole -
indication contraire Min. Max.
Tension directe Ir ou @, spécifié Ve X \Y
Couranfinverse VR spécifié IR X mA
Résistapce différentielle It ou @, spécifié 4 X Q
Capacitp totale VR, f spécifiés Ciot X uF
Paraméfre de bruit
soit intgnsité relative du bruit?, Iz ou @, f,, Afy spécifiés RIN X HB/Hz
soit rapport porteuse/bruit? Ir ou @, fo, SN s M C/N X dB
spécifiés
Paraméfre de sortie
soit flux| énergétique en sortie, I spécifié (en continu ou @, X xa mW
endimpulsionnel, ou les
deux)
soit coufant direct @, spécifié Ie x@ X mA
Pour leg dispositifs sans fibre I ou @, angle ¢ spécifiés 049 X °
amorce
Angle a|mi-intensité?
Pour leq dispositifs $ans fibre Ir ou @, angle ¢ spécifiés A6 X °
amorce
Angle dp désalignement?
Largeur|de bande du rayonnement |I_ ou @, spécifié AL X nm
spectra
Largeur de bande
soit temps de commutation: courant continu X S
— temps de montée courant pulsé en entrée t X S
— temps de descente largeur d'impulsion et t X s
rapport cyclique spécifiés
— temps de retard® t4(on)» X s
L4 (off)
— longueurs d'ondes nm
d'émission créte
soit fréquence de coupure I ou @, spécifié S X Hz

a8 S'ilyalieu
b

x représente la valeur a spécifier.
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4.6 Informations supplémentaires

4.6.1

Donner

4.6.1.1

4.6.1.2

Courbe ou coefficient typique

la courbe ou le coefficient de 4.6.1.1 ou de 4.6.1.2.

Courbe typique ou coefficient du flux énergétique en fonction de la température et
courbe typique du flux énergétique en sortie en fonction du courant direct (en continu ou en
impulsionnel, comme spécifié)

Courbe typique ou coefficient de l'intensité énergétique en fonctio

de la

tempérdture et courbe typique de l'intensité énergétique en fonction du courant<di

continu

4.6.2
fonction

4.6.3

4.6.4
spécifié

5 Mo

ou en impulsionnel, comme spécifié)

Courbe typique ou coefficient de variation des longueurs d'ondes d'émission
de la température

Diagramme de rayonnement typique

Résistance thermique, a température ambiante spécifiég.ou a température d

a)
-

Hule laser avec fibres amorces

5.1 Tfpe
Le module laser se compose des éléments de base suivants:

— diod

e laser

— fibrelamorce
— photpdiodes

— capt

cur de température s’il y a lieu

— élément TEC

52 S

5.2.1

lemiconducteur

Matériaux

Le modlle laser'se compose des matériaux suivants:

rect (en

Créte en

e boitier

— diode‘laser (par exemple GaAs, GaAlAs, InGaAsP, InP)

— photodiode (par exemple Ge, Si, GalnAs)

— capteur de température s’il y a lieu
— élément TEC

5.2.2 Structure

Diode laser, par exemple: guidage par gain, guidage par indice, contre-réaction distribuée.

5.3 Détails d’encombrement et d’encapsulation

5.3.1

5.3.2

Numéro IEC et/ou numéro national de référence du dessin d'encombrement

Méthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre


https://iecnorm.com/api/?name=aeb8a11d2d4a0a4175b938987448e5de

IEC 62007-1:2015 © IEC 2015 —45 -

5.3.3 Identification des bornes et indication d'une connexion électrique éventuelle entre
une borne et le boitier

5.34 Informations concernant la fibre amorce, par exemple: type de fibre, type de
protection, connecteur, longueur

5.3.5 Informations sur la dissipation thermique du boitier

5.4 Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de
températures de fonctionnement, sauf indication contraire

5.4.1 Conditions générales

5411 Températures de stockage minimale et maximale (Tstg)

5.4.1.2 Tempeératures de fonctionnement minimale et maximale du boitier (7;4se)

5413 Températures de fonctionnement minimale et maximale du sulsstrat (7g,)

5414 Température de soudage maximale (temps de soudage &t !distance minimale par
rapport pu boitier) (Tgq)

54.1.5 Rayon de courbure minimal de la fibre amorce (a uhe‘distance spécifiée du boitier)

(r)
5.4.1.6 Chocs (accélération maximale et durée de limpulsion)
5.4.1.7 Vibrations (accélération maximale et plage'de fréquences)
54.1.8 Force de traction le long de I'axe du¥cable

5.4.1.8.1 Structure lache
— Forge de traction maximale sur la fibre (F)
— Forge de traction maximale surié.-cable (F)

5.4.1.8.2 Structure serrée
— Forge de traction maximale sur le cable (F)

5.4.2 Diode laser

Pour le$ modules/laser sans TEC, la courbe ou le facteur de fiabilisation doit étre donné(e)
pour I'gn des parameétres suivants: 5.4.2.2 a 5.4.2.5. Pour les modules laser avec TEC,
T, 5 °C.

sub ~
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54.21 Tension inverse maximale (Vg)
5.4.2.2 Courant direct continu maximal (Ig)
5.4.2.3 Flux énergétique continu maximal (¢,)

5.4.24 Courant pulsé direct maximal, pour une fréquence et une durée d’impulsion
définies (I/gp)

5.4.2.5 Flux énergétique pulsé maximal, pour une fréquence et une durée d’impulsion
définies (¢e,)

543 Photodiode

54.3.1 Tension inverse maximale (Vg)
5.4.3.2 Courant direct maximal (/g)
54.4 Capteur de température (s’il y a lieu)

54.41 Caractéristiques assignées maximales

5.4.4.1.1 Puissance dissipée maximale (P)
ou
5.4.41.2 Tension d'alimentation maximale (V)

5.4.5 Refroidisseur thermoélectrique (s’il y a lieu)

5.45.1 Courant maximal de I’élément refroidisseur en conditions de refroidissement et de
chauffage (Ipg)

5.5 aractéristiques électriques et optiques

Voir Talpleau 3.

Tableaut3 = Caractéristiques électriques et optiques
des modules laser avec fibres amorces

Conditions a
Tsup =25 °C pour Exi c
module laser avec TEC, xigences
Caractéristiques Tampb OU T¢ase = 25 °C Symbole Unité
pour module laser sans
TEC, sauf indication Min. Max.
contraire
A. Diode laser
Tension directe Ir ou @, spécifie Ve X \
Courant de seuil I(TH) X X mA
Flux énergétique au niveau du Ig = Ity o (TH) X pW
seuil
Courant direct au-dessus du seuil | @, spécifié Al X mA
(pour module laser sans TEC) T = Tgase Max. ou Tymp
max.
Efficacité différentielle (pour @, ou Al spécifie 74 X X
module laser sans TEC) T = Tgase Max. ou Tymyp
max.
Caractéristiques spectrales
Longueur d’onde d'émission créte | @, ou Al spécifié A58 X X nm
fonctionnement continu
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Conditions a

aricti T, =25 °C pour : e
Caractéristiques sub Symbole Exigences® Unité
fstiqu module laser avec TEC, y xig !
Tamb OU T¢ase = 25 °C
Soit largeur de bande de la @, ou Al spécifié 202 X nm
radiation spectrale a mi-hauteur fonctionnement continu
soit espacement modal et nombre | @, ou Al spécifié Tm X
de modes longitudinaux fonctionnement continu
Longueur d'onde d'émission créte | @, ou Al spécifié Apb X X nm
en modulation condition de modulation
spécifiée
Largeur de bande de la radiation @, ou Al spécifié ipb X
spectrale a mi-hauteur en condition de modulation
modulafion spécifiée
Caractéristiques spectrales
supplémentaires
et/ou lopgueur d'onde centrale @, ou Al spécifié iavga X X nm
fonctionnement continu
et/ou lafgeur de bande spectrale @, ou Al spécifié Alms® X nm
quadratjque moyenne
ou espgcement modal et nombre @, ou Al spécifié Tm X
de modes longitudinaux
ou longpieur d'onde centrale en @, ou Al spécifie 2P X X nm
modulafion condition de modulation
spécifiée
ou larggqur de bande spectrale @, ou Al spécifié Adpms® X nm
quadratjque moyenne en condition de modulation
modulafion spécifiée
Module[laser a mode spectral unique, sous modulation,directe
spécifiée
Largeurde mode spectral @, ou Al spécifié AL X nm
condition detmodulation
spécifiéé
Taux dg suppression des modes @, eUAIE spécifié SMSR X dB
latérauy condition de modulation
specifiée
Déviatign spectrale
Déviatign spectrale des moedules Algq, Algy, o1, Be2 Alg X nm
avec THC
Déviatiqn spectrale des modules Tamb? OU Tease?, Alg X nm
laser sgns TEC Tamb’ OU Toase’
Paraméfres transitoires
Temps fledmontée, Courant de polarisation tes X S
temps de de€scente Ale ou ¢, Is X S
courant pulsé en entrée,
largeur d'impulsion et
rapport cyclique spécifiés
et/ou
Temps d'établissement, Courant de polarisation tons X s
temps de coupure Alg ou ¢, loff X S
courant pulsé en entrée,
largeur d'impulsion et
rapport cyclique spécifiés
Fréquence de coupure @, ou Al spécifié Jo X X Hz
Rapport porteuse sur bruit Alg ou @g, Af, frn, m et fy C/N X dB
spécifiés
B. Photodiode de contréle
Courant dans I'obscurité @, =0 Iv(0) X pA
VR spécifié
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Conditions a
aricti T, =25 °C pour : e
Cc t t sub Symbol E ¢ Unit
aractéristiques module laser avec TEC, ymbole xigences nité
Tamb OU T¢ase = 25 °C
Courant inverse sous rayonnement | @, ou Al spécifié IR(e) X X I
optique VR spécifié
Capacité de la diode ou temps de
montée/temps de descente
soit capacité de la diode VR et fspécifiés Ciot X pF
soit @, ou Al spécifié X ]
temps de montée, VR spécifié t
temps de descente t¢
Erreur Je poursuite
soit
@, ou Al et Vg spécifiés, ERrq X
Plage de températures:
25 °C jusqu'a Tgase Min. ou
Tamp Min.
soit
@, ou Al et Vg spécifiés, Ero X
Plage de températures:
25 °C jusqu'a T 45 Min. ou
Tamp Min.
C. Thermistance (s’il y a lieu)
Résistahce Courant de la R X X Q
thermistance /i, spécifié
Pente d la résistance Courant de la AR/R X X
thermistance 7;; spécifiée:
Plage de températures:
Tsuba‘ Tsubb
D. Coufant du TEC (s'il y a lieu)
Couran{ du TEC @, ou Al Spécifié, Ipg X A
Plage de.températures:
TeaseMin. ou T ,50 Max.
Tension du TEC dyou Al spécifié, VeE X \
Plage de températures:
Toase OU Tamp Min. et max.
28 Fongtionnement en contjnu
b En modulation
¢ xreprésente la yalelr a spécifier.
5.6 Informations supplémentaires

5.6.1 Courant direct continu de la diode laser correspondant & geqo

NOTE g, est la valeur de flux énergétique de la puce laser sur le substrat. Elle est représentative de la
performance et de la fiabilit¢é des appareils utilisant la méme technologie, et soumise aux mémes procédures
d’assurance de la qualité.

5.6.2 Temps de réponse en température de la thermistance en fonction de la variation du
courant de refroidissement (s’il y a lieu)

5.6.3 Résistance thermique entre la jonction de la diode laser et le boftier (sans
refroidissement): Rinj-c

5.6.4 Parameétre sq1

5.7 Dangers
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Voir I''lEC 60825.

6 Photodiodes PIN pour systémes ou sous-systémes a fibres optiques

6.1 Type

Photodiodes PIN a température ambiante spécifiée ou a température de boitier spécifiée,
avec ou sans fibre optique amorce pour les systemes ou sous-systémes a fibres optiques

6.2 Matériaux semiconducteurs

Si, Ge, In

nGaAs
S

FaX 7l
\Saiso

3

6.3 Détails d’encombrement et d’encapsulation

6.3.1
6.3.2

6.3.3
une bor

6.3.4
position

6.3.5
type de

6.3.6

Numeéro IEC et/ou numéro national de référence du dessin d'encombrement

Méthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre

he et le boitier

Caractéristiques du port optique: orientation relative par rapport a I'axe mé
relative par rapport a I'axe mécanique, emplacement, ouverture numérique

Pour les dispositifs avec fibre amorce: informations concernant la fibre am
fibre, le type de protection, le connecteur'et la longueur

Informations concernant la dissipation thermique du boftier

Identification des bornes et indication d'une connexion, électrique éventuelle entre

anique,

orce, le
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6.4 Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de
températures de fonctionnement, sauf indication contraire

Voir Tableau 4.

Tableau 4 - Valeurs limitatives des photodiodes PIN

Exigences?

Caractéristiques Symbole Unités
Min. Max.

Température de stockage TStg X X °C
Température
soit temgérature ambiante Tamb X X FC
soit temgérature du boitier Tease X X FC
Tempérgture de soudage a la durée maximale de Ty 4 X rC
soudage|et distance minimale par rapport au bofitier
spécifié
Tension jnverse Vr X \%
Dissipatipn de puissance Piot X W
Flux énefgétique dans la zone sensible D, X W

Pour les|dispositifs avec fibre amorce:
Rayon d¢ courbure de la fibre amorce (a la distance r X mn} (cm)
spécifiéd par rapport au boitier)

Chocs X mis

Vibratiors X m/$2, Hz

Force dd traction pour les dispositifs avec fibre
amorce:

Structurg lache:
— Force {le traction sur la fibre le long de son axe F X

— Force {le traction sur la gaine de protection te F X
long d¢ son axe

Structurg serrée:

— Force g¢le traction sur la fibre amorce le long de a X N
son axe

2  x repfésente la valeur a spécifier.
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6.5 Caractéristiques électriques et optiques

Voir Tableau 5.

Tableau 5 — Caractéristiques électriques et optiques des photodiodes PIN

Conditions a T, ou Exigences®
Caractéristiques Tcase = 25 °C, sauf Symbole - Unités
indication contraire Min. Max.
Courant dans 'obscurité
Courant dans I‘obscurité ) Vg spécifié, @, = 0 IR(D)"’l X pA
Courant dans 'obscurité a Vg spécifié, @, = 0 b
température élevée Lrrmp0t—Frass gp""‘ifi 4 Ipny X pA
Capacit¢ totale VR, f spécifiés, @, =0 Ciot X pF
Courant|de bruit Vrs IR(ey for My RL, Apy AL 1 X pA
spécifiés

Pour leq dispositifs sans fibre

amorce:

Sensibil|té sur 'axe mécanique VR, Aps AL, @, spécifiés Seps S X xa A/W
spécifié

Uniform|té spatiale de la sensibilité | rg, Aps AL OU @ spécifiés AS X

(s’il 'y a lieu)

Pour leq dispositifs avec fibre

amorce: VR Aps A, @g spécifies Seps S X x2

Sensibil|té

Largeur|de bande GHz
soit VRs Aps A4, base de

I'impulsion @4, créte'de

I'impulsion @g,, Ry p

spécifiés r

%

L4(ony Td(off)
tS

Temps de commutation:

— Tempg de montée

— Tempg de descente

— Tempg de retard (s'il y a lieu)
— Tempg de stockage

X X X X
v nnoon

soit

Fréquence de coupure Vi, Aps AL, @g, R spécifiés A X Hz

NOTE |a tension Vg spécifiée &st la méme pour toutes les caractéristiques, sauf indication contraire.

a  Siapproprié.

b Ternje et/ou symbole en-cours d'étude.

¢ xreprésente la valeur a spécifier.

6.6

nformations supplémentaires

6.6.1 Courbe typique du courant dans I'obscurité en fonction de la tension, a différentes
températures

6.6.2 Courbe typique de la capacité totale en fonction de la tension inverse
6.6.3 Sensibilité relative en fonction de la longueur d'onde
6.6.4 Sensibilité relative en fonction de la température

6.6.5 Courbe ou facteur de fiabilisation de la dissipation de puissance maximale
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7 Photodiodes a avalanche (APD) avec ou sans fibres amorces

71 Type

Photodiode a avalanche (APD) a température ambiante spécifiée ou a température de boitier
spécifiée pour systémes ou sous-systemes a fibres optiques

7.2 Semiconducteur

7.21 Matériaux: Si, Ge, InGaAs, etc.

7.2.2 Structure

7.3 Détails d’encombrement et d’encapsulation

7.3.1 Numéro IEC et/ou numéro national de référence du dessin d'encombrement
7.3.2 Méthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre

7.3.3 Identification des bornes et indication d'une connexion (électrique éventuelle entre
une borpe et le boitier

7.3.4 Caractéristiques du port optique: orientation relative par rapport a I'axe méganique,
position|relative par rapport a I'axe mécanique, emplacement, ouverture numérique

7.3.5 Informations concernant la fibre amorce (s'il y a lieu): type de fibre, fype de
protectipn, connecteur, longueur

7.4 Vjleurs limitatives (caractéristiques:maximales absolues) dans la plage de
témpératures de fonctionnement) 'sauf indication contraire

7.4.1 Rayon de courbure minimal de la fibre amorce, s'il y a lieu
7.4.2 | Températures de stockage minimale et maximale (7gg)

7.4.3 | Températures ambiante ou de boitier minimale et maximale en fonctionnemept (7.

amb
ou Tcase)

7.4.4 Température maximale de soudage (7g4) (temps de soudage et distance minimale
par rapport au-boftier a spécifier)

7.4.5 Dissipation de puissance maximale a une température ambiante ou de bgitier de
25 °C (Pyy1) et courbe ou facteur de fiabilisation

7.4.6 Force de traction maximale sur I'amorce (fibre ou céable), s'il y a lieu, dans la
direction de I'axe de I’entrée de 'amorce (fibre ou céble)

7.4.7 Courant inverse maximal (/)
7.4.8 Courant direct maximal (Zg)

7.5 Caractéristiques électriques et optiques

Vg doit étre le méme pour toutes les caractéristiques: il doit étre égal a 0,9 fois la valeur de
V(gry Mmesuree individuellement, sauf spécification contraire.
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Voir Tableau 6.

Tableau 6 — Caractéristiques électriques et optiques des photodiodes
a avalanche (APD), avec ou sans fibres amorces

— 53 -

Conditions a Exigences® Unités
Caractéristiques Tamb OU Tease = 25 °C, Symbole -
sauf indication contraire Min. Max.

Tension de claquage Eg,ou ¢, =0, V(BR) X X

I spécifié
Courant inverse dans I'obscurité
Courant inverse dans I'obscurité E ,ou ¢, =0 Ig8 X pA
(NOTE 1 Vr spécifié
Courant |nverse dans 'obscurité | E; ou ¢, = 0, Ig° X LA
(NOTE 2 VR spécifié

T = Tamp Max. ou Tgase Max.
Sensibili{é
Sensibili{fé (NOTE 1) Vr1 (NOTE 2), ¢, App, AL N X X A/W

spécifiés (NOTE 1)
Sensibilifé (NOTE 2) VR, @e Ap, AA spécifiés sP X X A/W

(NOTE 2)

Facteur de multiplication Vr1 (NOTE 2), 2, A4, 4o, M X

spécifiés
Capacité|totale Es ou ¢, = 0; VR, fspécifiés Chot X pF
Paraméties en petits signaux
Temps dlétablissement et temps VR, A4, R,
de coupyre de1: flux énergétiquede créte ton X S

deo: flux énergétique résiduel Lotf X S
Fréquenge de coupure en petits VR, Apy A, $o @R spécifiés fe X Hz
signaux
Facteur de bruit en excés Vr1 (NOTE 2), Vg, Ipo, Aps A4, Fe X

M, fo

AfnJspécifié
Courant fle bruit® Ver Apr A4, f, Afy spécifiés I, X pA
NOTE 1 | S'il y a lieu.
NOTE 2 | Vg4 est généralement une valeur faible a laquelle une multiplication de porteurs de charge népligeable
a lieu, ou représente~a tension a laquelle le dispositif est entiérement en déplétion et a atteint sa vitesse
assignée|
a  S'il yla lieG.
b Termp'ef/du symbole littéral a I'étude.

¢ xreprésente la valeur a spécifier.

7.6
7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

Courbe de la tension de claquage en fonction de la température

Informations supplémentaires

Courbe de sensibilité en fonction de la longueur d'onde

Courbe de capacité en fonction de la tension inverse

Courbe du facteur de multiplication en fonction de la tension inverse a différentes
températures
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Courbe du courant inverse dans l'obscurité en fonction de la tension inverse a
différentes températures

Position de la surface sensible par référence au botftier (sans fibre amorce)

Courbe du facteur de bruit en excés en fonction de la tension inverse (s'il y a lieu)

Courbe du courant de bruit en fonction de la tension inverse (s'il y a lieu)

8 Modules PIN-TIA pour les systémes ou sous-systémes a fibres optiques

8.1

pre

Moduleg

les

Les élé

8.2

Les ma

8.3

La strudture des modules PIN-TIA est la suivante:

syst

pho
circy
fibre]

pho

circyits TIA: GaAs, Si, etc.

S

photpdiode PIN: Mesa, planaire, etc.;
circyits TIA: CMOS, Bi<CMOS, HBT, Bi-polar, etc.;
mations concernant le couplage des fibres: de type conique, a couplage de lentilles,

infor
etc;

informations_cencernant le circuit: impédance élevée, transimpédance, largeur de

etc;

informations concernant le boftier: fibre amorce, embase (boitier connectorisé), etd.

Détaitsdrencombrementetd*encapsutation

Ients de base du module PIN-TIA sont les suivants:

Matériaux semiconducteurs

Iriaux semiconducteurs d'un module PIN-TJAysont les suivants:

PIN-TIA a température ambiante spécifiée ou a température du boitienspécif
bmes ou sous-systémes a fibres optiques

diode PIN;
its TIA;
amorce, connecteurs de fibre amorce, embases (boitier connectorisé).

diode PIN: Si, Ge, InGaAs, etc.;

tructure

Numéro IEC et/ou numéro national de référence du dessin d’encombrement

Méthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre

ée pour

bande,

Identification des bornes et indication d’'une connexion électrique éventuelle entre une
borne et le boitier

Caractéristiques du port optique: orientation par rapport a 'axe mécanique, position par
rapport a I'axe mécanique, emplacement, ouverture numérique

Informations concernant la fibre amorce: type de fibre, type de protection, le connecteur,

la lo

ngueur

Informations concernant le connecteur/I'embase
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